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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS -

Part 21: Design guide of electrical interface of PIC
packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA)
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FOREWORD

,Iy Ava||ab|e SpeC|f|cat|ons (PAS) and GU|des (hereafter rferr d ication(s

§ e in the subject ¢
articipate in this preparatory work. International, govern
he IEC also participate in this preparation. IEC collaboy

Cations is accurate, IEC cannot be
terpretation by any end

possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject

IEC shall nothg’held responsible for identifying any or all such patent rights.
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systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.
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The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86C/1571/FDIS 86C/1577/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the
report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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A list of all parts in the IEC 62148 series, published under the general title Fibre optic active
components and devices — Package and interface standards, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to
the specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,
e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or
e amended
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FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS -

Part 21: Design guide of electrical interface of PIC

packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA)

and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)

1 Sc pe

This part of IEC 62148 covers the design guide of the electrical interface’fo intggrated
circuit (PIC) packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FB ih ine-pitch
land gr|d array (S-FLGA). In this document, the electrical interface fgr t kage is

informdtive.

The pufpose of this document is to specify adequately the i ' of PIC packages

composed of optical transmitters and receivers tha
interchangeability of PIC packages.

2 Normative references

ectrical

The following documents are referred to jnxthe te content

For u
amend

IEC 60050-731, Intern
communication

IEC TR

3 Terms s

IEC TR

ISO anfl IEC)mainta
address$es:

dated references,

constitr\{:es requirements of this docum
ents) applies.

61931, Fibre

pplies.
g any

ocabulary — Chapter 731: Optical fibre

document, the terms and definitions given in IEC 60050-731,

terminological databases for use in standardization at the fdllowing

e |EC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

3.1

silicon fine-pitch ball grid array

S-FBGA

device composed of silicon die, dielectric layer(s) on the die, rerouting wires from the die pads
to outer balls on the dielectric layer(s), and outer balls with heights more than 0,1 mm

Note 1 to entry:

This note only applies to the French language.
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http://www.iso.org/obp
https://iecnorm.com/api/?name=43a9ea298ae5e1d1e1d1c19dc17637db

-6 - IEC 62148-21:2019 © |IEC 2019

3.2

silicon fine-pitch land grid array

S-FLGA

device composed of silicon die, dielectric layer(s) on the die, rerouting wires from the die pads
to outer lands on the dielectric layer(s), and outer lands with heights of 0,1 mm or less

Note 1 to entry: This note only applies to the French language.
4 Terminal position numbering

When a package is V|ewed from the terminal side with the mdex corner in the bottom left corner
i A B, etc.;
ipns are
designated by a row-column grid system and shown as alphanumeric |d icati xample
A1, B1] The letters I, O, Q, S, X and Z shall not be used for naming ¥ s

5 Code of package nominal dimensions

A code|of package nominal dimensions is defined as the comb X age length E and
width O, which are shown to the second decimal placg i

6 Symbols and drawings

Figure [l shows the dimensions of the pag & p i i [ e for S-
FBGA and S-FLGA. Figures 2 and 3 ipdicate theconiechani i its array of

termingl existence area. F|gure 2 sho S thi ale A and

B. Figure 3 shows the ter
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dla E .
B S =

Boftom view

IEC

The lettef the figure are listed and described in Table 1.

a) Datufn Sis ing\plane on which a package stays.
b)  The Hatchgd,zone Ts<a’index-marking area indicating A1 corner.

¢ True [positional tolerances of terminals x1 and x2 are applied to all terminals.

4 The terminal diameter b is the maximum diameter of the ball as measured in a plane parallel to the seating plane.

Figure 1 — S-FBGA and S-FLGA outline
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The lettef symbols used in the figure are listed and described in Table 1.

Figure 2 — Mechanical gauge dra

The lette

Table 1
options|

ate the
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Table 1 — Dimensions and tolerances

Term Symbol Specification Recommended Notes
value
Code of package DXE Code of package nominal dimension
nominal dimensions is defined as the combination of
package width D and package length - -
E, which are shown in the second
decimal place
Package width D Package width is shown in the V| denotes
second decimal place tolerance.
Package width Doom
rV‘“II;IIIUIII G,GG
Maximum 10,00
Tolerance V +0,05 (\
Package length E Package length is shown in the denptes
second decimal place olerdnke
Package length Erom >
Minimum 0,50 Q
Maximum 10,0
Tolerance VE +@,05
N
Profile height A When A is £ 0,65, the ew f A inclufles
nominal height is +0,07. package
warpade and
tilt
allowances.
Stand-qff height A1

AN

e: 4,25
A1 <0,10

Terminal pitch

P74

For S-FBGA (informative)
0,3

2) For S-FLGA

0,25

Terminal diaméter

1) For S-FBGA (informative)

min 0,17

nom 0,20

max 0,23
2) For S-FLGA

e: 0,25

min 0,10

nom 0,13

max 0,16
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Datum-based x1 x1=0,08

positional tolerance

of terminals

Relative positional x2 1) For S-FBGA (informative)

tolerance of
e:0,3 x2=0,03

terminals
2) For S-FLGA
e:0,25 x2 = 0,03
Coplanarity y 1) For S-FBGA (informative)

e:0,3 y=0,05
2) For S-FLGA

€:0,25 y = 0,05 /\

Parallelism of the y1 y1=0,08
top surface /\<\\ (\

Numbef of n n= My x Mg \V\N\rzb/ers of
terming|ls atxicgs in
MaximUm matrix Mg (Mp—1) x Mg and My
size in |ength are shgwn in
Maximdm matrix My Mp x (Mg-1) Q Table §.
size in idth Mp=1)x  (Mc-1

gS(E-b,,, - Vg—x14{x2 1 \>

Overhaphg Z, Zy= [Dno — (Mg =\1) x e\] 172 \_/j Referepce
dimens|on in width value

Overhapg Z: Zo = [Eof — (M= 1)eN/ 2 - Referepce
dimens|on in length (\ value
1 N

Datum-defined b3
Terminal-existence

area {\

Relative¢ b4
Terminal existenc
area

NOTE Dimensions;mfi{m\imq%_\/\
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Table 2 — Combination list of D, E, Mp, and Mg for e = 0,30 mm pitch S-FBGA (informative)

BGA b, =0,23

DorE M, or M Mp-1 or M1

mm
0,69-0,98 2 -
0,99-1,28 3 2
1,29-1,58 4 3
1,59-1,88 5 4
+-89-246 5 5
2,19-2,48 7 6
2,49-2,78 8 7N
2,79-3,08 9 8\
3,09-3,38 10 o \
3,39-3,68 11 /N 1
3,69-3,98 12 DN
3,99-4,28 13 R >
4,29-4,58 14\ / 3
VAN RIP IV
4,89-5,18 e K15
5,19-5,48 f N\ 16

549578 \ | (8 N 17
TN I M

09\-‘63(8\ 20 ) 19

NV B396.60 N\ 21 20
O

6%49-608. 22 21
< g 0928 23 22
7.29:7,58 ) 24 23

7,\5%7,88 25 24

-8,18 26 25

B 8,19-8,48 27 26
8,49-8,78 28 27
8,79-9,08 29 28
9,09.9,38 30 29
9,39-9,68 31 30
9,69-9,98 32 31

9,99-10,28 33 32
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Table 3 — Combination list of D, E, Mp, and Mg for e = 0,25 mm pitch S-FLGA

DorE MD or ME MD-1 or ME-1 DorE MD or ME MD-1 or ME-1
mm mm
0,57-0,81 2 - 5,32-5,56 21 20
0,82-1,06 3 2 5,57-5,81 22 21
1,07-1,31 4 3 5,82-6,06 23 22
1,32-1,56 5 4 6,07-6,31 24 23
1,57-1,81 6 5 6,32-6,56 25 24
1‘8"-7 06 Z 8 8 57-681 26 25
2,01-2,31 8 7 6,82-7,06 27, ( 56
2,33-2,56 9 8 7,07-7,31 & () 27
2,51-2,81 10 9 7,32-7,56 Q2 2
2,84-3,06 11 10 7,57-7,81 30 ¢ N 2
3,01-3,31 12 11 782806\ \ (31N \ 3
3,33-3,56 13 12 8,07-8.31N |\ ‘&N ) 31
3,51-3,81 14 13 8,82-8,56 33\ 32
3,83-4,06 15 14 8788 3 33

4,01-4,31 16 N 8,82-9/06 35 34
LN 3 N

4,32-4,56 17 \Q §\07-9,\31\ j 36 34

4,51-4,81 18 1/7/L 9,3&56 37 34

4,82-5,06 19 &8 N \g,\f&g, 38 37

5,01-5,31 20( mb\ ) ?,8 10,06 39 39
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS FIBRONIQUES -
NORMES DE BOITIER ET D'INTERFACE -

Partie 21: Guide de conception de l'interface électrique
des boitiers PIC utilisant des boitiers matriciels a billes et
a pas fins en silicium (S-FBGA) et des bhoitiers matriciels

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisatioymondiale
de I'¢nsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationg

favor|ser la coopération internationale pour toutes les questions Ade\noxmalsatio
I"électricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autres activté

des §pécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifi
Guidés (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur &
travapx desquels tout Comité national

internationales, gouvernementales et non gouverneme

travapx. L'IEC collabore étroitement avec

conditions fixées par accord entre les deux/0rga

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concerns €
possible, un accord international sur les sujets etudiés, étant'denné quete
sont feprésentés dans chaque comité d'étud

Les PRublications de I'lEC se présentent squs I
comme telles par les Comitg

bmposée
objet de
hines de
tionales,
B) et des
des, aux
hisations
nent aux
Elon des

esure du
téressés

agréées
ue I'EC

s'asspre de I'exactitude du sonte i d D ions; I'lEC ne peut pas étre tenue respornsable de

I'éventuelle mauvaise utjlisation ou iv

Dans| le but d'encourager "k

mesure possible, 2\appliquer de Tg
et régionales. ¥ S di
régiopales correspqrda i o8

L'IEQ elle-méme
fournfssent des ¢

décotilant'de’ la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication
ou ay erédit qui lui est accordé.

toute la
hAtionales
hales ou

bendants
ques de
tification

on.

dataires,
de I'lEC,
quelque
épenses
de I'lEC,

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent fai

re I'objet

de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets

et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62148-21 a été établie par le sous-comité 86C: Systemes et
dispositifs actifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de I'lEC: Fibres optiques.
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Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86C/1571/FDIS 86C/1577/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62148, publiées sous le titre général composants

et disp@sitifs actifs fibroniques — Normes de boitier et d'interface, peut étre/con
web de|I'lEC.

indiquéee sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch" ¢

Le corr%Fé a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modi
documént recherché. A cette date, le document sera
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. renlplacé par une édition révisée, ou

&

e amendé.

r le site

tabilité
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COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS FIBRONIQUES -
NORMES DE BOITIER ET D'INTERFACE -

Partie 21: Guide de conception de l'interface électrique
des boitiers PIC utilisant des boitiers matriciels a billes et
a pas fins en silicium (S-FBGA) et des boitiers matriciels
a zone de contact plate et a pas fins en silicium (S-FLGA)

1 Domaine d'application

La prégente partie de I'lEC 62148 traite du guide de conceptior i ctrique
destinéle aux boitiers de circuits intégrés photoniques (PIC) utilisant de i iciels a
billes ef a pas fins en silicium (S-FBGA) et des boitiers matricie t plate et a
pas fing en silicium (S-FLGA). Dans le présent document i destinée au
boitier 5-FBGA est présentée a titre informatif.

L'objet
boitiers

ue des
pabilité

2 Références normatives

Les dog¢uments suivants citg i nu, des
exigenges du présent dogume plique.
Pour Igs références nan d i 2ditigi’ du document de référence s'applique (y
compris les éventuels a

IEC 60p50-731, Qo 2

731:
Télécommunication
IEC TR
3 Tefr
Pour g 31, de

''ECT

L'ISO et TTEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étfre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp

3.1

boitier matriciel a billes et a pas fins en silicium

S-FBGA

dispositif composé d'une puce en silicium, d'une ou de plusieurs couches diélectriques
disposées sur la puce, de fils de routage provenant des pastilles de la puce et arrivant sur des
billes extérieures disposées sur la ou les couches diélectriques, et de billes extérieures dont
les hauteurs sont supérieures a 0,1 mm

Note 1 a l'article: Le terme abrége "S-FBGA" est dérivé de I'anglais "silicon fine-pitch ball grid array”.


http://www.electropedia.org/
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3.2

boitier matriciel a zone de contact plate et a pas fins en silicium

S-FLGA

dispositif composé d'une puce en silicium, d'une ou de plusieurs couches diélectriques
disposées sur la puce, de fils de routage provenant des pastilles de la puce et arrivant sur des
zones de contact plates extérieures disposées sur la ou les couches diélectriques, et de zones
de contact plates extérieures ayant des hauteurs inférieures ou égales a 0,1 mm

Note 1 a l'article: Le terme abrégé "S-FLGA" est dérivé de I'anglais "silicon fine-pitch land grid array".

4 Numérotation des positions de bornes

L'obsenvation d'un boftier vu du cbété bornes avec le repére disposé a l'arfgle inféri gauche
donne |ieu a un repérage des rangées de bornes du bas vers le haut€n [ par la
lettre Al puis B, C..., AA, AB, etc., les colonnes de bornes étant, pou ées de
gauchel a droite en commencant par le chiffre 1. Les positions des Qorhes sp ignges par
un systéeme de grille rangée-colonne et sont identifiées sous ique, par
exemple A1, B1. Les lettres |, O, Q, S, X et Z ne doivent pas & ilisé wur gésigner les
rangéep de bornes.

5 Code des dimensions nominales de boiti

Un code des dimensions nominales deN\poitierg inf @me gtant la combinaisop de la
largeur|D et de la longueur E du boiti g eprésentées en millimétres avgc deux

décimales.

6 Symboles et dessins

La Figyre 1 représente i i ( et I'encombrement de l'interface élgctrique
pour lgs S-FBGA et les 'S . i et la Figure 3 donnent le dessin de [gabarit
mécanigue et | i » s zones d'existence de bornes. La Figure 2
représgnte la zo Sterminée par rapport aux références S, A ¢t B. La
Figure B représente bornes déterminée par rapport a la référence S.
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@T\ E >

IEC

Les sym

a) La réfé est’le plan d"appui sur lequel repose un boftier.
b)

La zdne hachurée esf ¥he surface de marquage de repere indiquant le coin A1.

¢ Les tplérances de position réelles des bornes, x1 et x2, sont appliquées a toutes les bornes.
d)

Le diametre de borne b est le diamétre maximal de la bille mesuré dans un plan paralléle au plan d'appui.

Figure 1 — Encombrement du S-FBGA et du S-FLGA
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Tableau 1 — Dimensions et tolérances

- 21 -

Terme Symbole Spécification Valeur . Notes
recommandée
Code des D XE Le code des dimensions nominales
dimensions de bofitier est défini comme étant la
nominales de combinaison de la largeur D et de la ~ _
boitier longueur E du bottier, lesquelles sont
représentées en millimetres avec
deux décimales
Largeur de boitier D La largeur de boitier est représentée Vp désigne la
avec deux décimales tolérance.
Largeur de boitier D..u...
Minimale 0,50
Maximale 10,00
Tolérance Vp, £0,05 <\
Longuepr de boitier E La longueur de boitier est désigne la
représentée avec deux décimales blérande
Longueur de boitier E_ <
Minimale
Maximale
ToWe \Y (\
Hauteuf de profil A Lorsque K— A inclut|le
de la haute a 7. gauchigsement
du boitier et
Lorsque 0,8 <A <1,0 lérance les tolétances
de la hauteur nominal d'inclinaison.
(\ dépa
Hauteuf d'élévation 1
x ur un S-FBGA a faible élévation
\ A1<0,20
2) Pourun S-FLGA
e: 0,25
A1 <0,10
Pas enf{re*bornes e 1) Pourun S-FBGA (a titre
informatif)
0,3

2) Pourun S-FLGA
0,25



https://iecnorm.com/api/?name=43a9ea298ae5e1d1e1d1c19dc17637db

- 22 - IEC 62148-21:2019 © IEC 2019
Diametre de borne b 1) Pour un S-FBGA (informatif)
e: 0,3
min 0,17
nom 0,20
max 0,23
2) Pourun S-FLGA
e: 0,25
min 0,10
nom 0,13
mMdax U, TO
Tolérance de x1 x1=0,08
positior] des bornes
par rapport a la
référenge
Tolérarce relative x2 1) Pour un S-FBGA (a titre
de posifion des informatif)
bornes
e:0,3 x2=0,03
2) Pourun S-FLGA
e:0,25 x2 = 0,03 m
Coplanarite y 1) Pourun S-FBGA((a t\e/
infoprhatif)
Parallélisme de la y140, \)
surface|supérieure
Nombrg de bornes \ME/ Les nombres
; ; de matrices en
Dimensfion
maximdle de Mg et My, sont
matricelen longueur Mo -1 indiqués dans
Dimensdlion ( E” ) le Tablgau 3.
maximdle de D—1)x (M_-1)
matrice| en largeur E
}ES(E—bmaX—VE—H -x2)/e + 1
pS(D=Db . —Vp—x1-x2)e+1
Dimensjon~du \ w Zy=Dom—Mpg-T1)xe]/2 - Valeur de
dépassgment référence
largeur
Dimensjion/du Zc Ze=[E,on—-Mg-T)xe]/2 - Valeur de
dépassslament en référenge
longueur
Zone d'existence de b3 b3 = bmax + x1
bornes définie par
rapport a la
référence
Zone relative b4 b4 = bmax + x2

d'existence de
bornes

NOTE Les dimensions sont en millimétres.
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